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［1］成膜方法
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［2］膜の導電性評価方法
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［3］マイグレーション耐性評価方法
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3．結果および考察

［1］膜の導電性
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図１　焼成温度と体積抵抗の関係
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［2］インクの保存安定性
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［3］マイグレーション耐性
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図２　焼成前後のXRDパターン
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図３　銅膜の断面SEM写真
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図４　インク保存日数と体積抵抗の関係
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図５　マイグレーション耐性評価

銅膜
（東ソー銅インク）

銀膜
（市販銀インク）

体積抵抗（窒素下焼成）
焼成温度
粘度
L／ S
インク安定性（大気中）

表１　インクの特性

8μΩ・cm
200℃
100Pa・s

50μm／ 50μm
≧7日（＠5℃）
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